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冷熱温度サイクル (ヒートショック) 試験などにお使いいただけます
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温度(高温)さらし試験などにお使いいただけます ※通電(バイアス)複合試験可

高温高湿さらし加速寿命試験などにお使いいただけます
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800mm

メーカ公式槽内寸法
W600xH850xD600 [mm]

有効範囲
W550xH800xD550 [mm] 程度

高/低温高湿さらし試験などにお使いいただけます ※通電(バイアス)複合試験可
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高/低温さらし試験などにお使いいただけます ※通電(バイアス)複合試験可
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試料表面の拡大観察および元素分析などにお使いいただけます
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非破壊検査で半導体パッケージ内部の微小な剥離(隙間)を検出します
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蛍光X線膜厚計も保有しており(後頁参照) 皮膜の膜厚
測定をはじめ定性分析/定量分析も可能ですが非破壊
での 製品内部観察および検査用途として 広いテーブル
サイズX・Y軸ストロークのX線検査装置を複数台保有し
ておりますので 製品のスクリーニング検査なども可能です。

非破壊での製品内部観察および検査などにお使いいただけます
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試料(物質)に Ｘ線(一次Ｘ線)を照射すると 試料中の
原子内の内殻軌道の電子が外に出されその空位に 外
殻軌道から電子が遷移します。このときに発生する
のが 蛍光Ｘ線でありこの蛍光Ｘ線の波長から 定性分
析 その強度から 定量分析ができます。本装置は試料
を破壊せずに 微量から多量まで数種類の元素を 同時
に定性/定量分析が可能です。

また 膜厚測定の機能も保有しておりますので めっき皮膜など
の膜厚測定も可能です。

非破壊で元素の定性/定量分析および皮膜の膜厚測定などにお使いいただけます
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荒研磨(耐水研磨紙#120)から 仕上げ用の研磨剤
マスターポリッシュ(ダイヤモンド粒度：0.01μm)まで各
種粒度による 試料研磨対応が可能です。

金属材料などの試験片を研磨するのにお使いいただけます
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本試験機は接触式で 1回の測定で 精密
加工部品の“輪郭形状“ と ”表面粗さ”を 
精度よく測定できます。
明瞭な形状波形が得られる上 大きい測定
ステージを準備しておりますので 長い距離の
測定についても可能です。弊社では12イン
チウェーハ(30.48cm)を取り扱っており QC
にも使用しております。

試料への針接触式による輪郭形状と表面粗さを測定するのにお使いいただけます
測定イメージ
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試料の拡大観察・3D深度合成/連結画像撮影・各種計測などにお使いいただけます
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